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1. はじめに

　電子機器は高い信頼性が要求されるインフラ機器から，
低価格の民生品にいたるまで多種多様である。どの製品も
何らかの検査を経て出荷されるが，その検査手法，検査レ
ベルは一様ではなく，きびしい検査から簡易検査まで製品
に応じて選択される。また検査の方法は当該製品の「もの
づくり」と密接に関わっており，検査単独で論じることは
できない。
　本特集では，最近の検査技術の詳細を紹介することよ
り，多様な製品に対して，それぞれどのような検査手法が
用いられ，「ものづくり」とどう関連しているかを中心に，
直接検査に関わられない人たちにも理解していただくこと
をねらいにしている。
　本稿では，はじめに一般的な品質保証の考え方について
述べ，ついで検査対象の製品のゾーン分けと，製品ゾーン
ごとに品質保証／検査方法を概観し，最後に新しい検査技
術と検査の課題について触れる。
　本稿のテーマは，「見えない・触れない製品の検査をどう

するか」であるが，これは回路基板だけでなく半導体製造
にも共通する問題である。ITRS半導体ロードマップ（2009
年版）のテスト関係の記述で実装基板検査にも共通する箇
所を 2，3挙げると，
・半導体は機能集積度が上がっても製品価格を引き上げる
ことができない。したがって機能あたりの製造コストを
継続的に引き下げること (Cost scaling)が常に求められ
る。しかし集積度アップに反比例して機能あたりのテス
トコストを引き下げることは難しい。
・半導体テストの課題の第一優先は，不良品の選別ではな
く，製品の品質情報の取得と，製造工程へのフィード
バックによる歩留まり向上である。
・手法としては DfT（Design for Testability：テスト容易化
設計），DfM（Design for Manufacturing：製造容易化設計）
などの高度化と導入加速などが重要である。
・アダプティブテストによる総合的な生産テストコスト削
減と生産歩留り向上が必要である。
　電子回路は半導体と同じではないが，本質的には同じテ
スト課題を抱えているので，半導体と同様の考察を行うこ
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図 1.　検査の 10倍の法則
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